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Professionelle Leiterplatten
Bestuckung

Der Leiterplatten-Bestiickungsprozess
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Technologien des Reflow-Lotens

Beim Reflowloten

wird zuvor aufgebrachtes Lot ohne weitere Lotzugabe durch Aufschmelzen zum
Loten verwendet.

vit dem Konvektionsloten und dem Dampfphasenioten

stehen hierflir zwei vollig unterschiedliche Technologien zur Verfigung.
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REFLOWLOTEN

ist ein komplexer chemisch — physikalischer Prozess.

Bleifreies Reflowloten

.
Hohere Lottemperaturen

¥

Reflow-Kondensationsloten ist die Losung
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BLEIFREIES REFLOWLOTEN

Unterschied zwischen:
* bleihaltigen Létverbindungen
* bleifreien Lotverbindungen

bleihaltige Lotstelle bleifreie Lotstelle
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PROBLEME BEIM REFLOWLOTEN

Bauteile werden immer kleiner und komplexer

BGAs, FPGAs , GCB “s"cacked packages”
Komplexe Leiterplatten

Lotprobleme

Tombstone-Effekt (Grabsteineffekt)

Lotbricken

Lotperlen

Wicking-Effekt (das Aufsteigen des geschmolzenen Lotes an den Bauelementeanschliissen).
Mid-chipballing (Lotperlen mitten unter dem Bauelement)

Lunkerbildung “Voids"

Entnetzung “dewetting"

Delaminierung des Substrates

Komplexe Leiterplatten mit THT, SMD und “stacked packages”

Reflow-Kondensationsloten ist die Losung
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Lotfehler beim Reflowloten

“Tombstoning”
Tombstone-Effekt (Grabsteineffekt)

He 1 With “lombssoning” coly one side of » twodeaded chip compenent may be
soldered 10 the targes pad. bt its other termination may 0ot come in tont,
the asochated 1rget pod. Fhoto courtesy of IRCGI0

Unter dem Tombstone-Effekt versteht man:
dass kleine zweipolige Bauelemente (SMD-Kondensatoren und Widerstande)

unter gewissen Umstanden beim ungleichmaBigen Aufschmelzen der Lotpaste
und der nun einseitig wirkenden Oberflachenspannung des Lotes aufstehen.
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1005 Tombstone.mp4

Lotfehler beim Reflowldten

Tombstone-Effekt (Grabsteineffekt)

Die wichtigsten Griinde fir ein Aufstehen der Bauelemente sind:

1. Das Layout der Leiterplatte ist nicht oder nur schlecht an die Bauteilgeometrie angepasst.
2. Es wird eine schlechte oder ungeeignete Lotpaste verwendet.

3. Der Lotpastendruck ist ungleichmaBig und/oder schlecht positioniert.

4. Die Lotpastendicke ist zu gering. (optimal ca. 0,15 mm Dicke)

5. Die SchablonengréBe ist nicht reduziert. (optimal 10 % bis 20 % Reduktion)

6. Der Bestlickungsversatz ist zu grof.

7. Die Metallisierung der Bauelemente und/oder der Anschlusspads ist ungenigend

IMDES CREATIVE SOLUTIONS



Lotfehler beim Reflowloten

“Loétbrucken”
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Létverbindungen zwischen Schaltungspunkten, die voneinander isoliert sein miissen

Ursache:

* Lotpastenauftrag zu groB.

« Verunreinigung des Lotes

« Layoutfehler / Mindestabstande
* Fehler in der Létstoppmaske

* Lotparameter / Lotprofil
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Lotfehler beim Reflowloten
Lotperlen

- Figure 3-1

Beim Auftreten von Lotperlen kbnnen mehrere Fehlerquellen vorliegen:

1. Der Temperaturgradient in der Vorheizung ist zu hoch, so dass das Lésemittel in der
Paste schlagartig verdampft und Lotkugeln aus dem Druck der Paste herausreif3t.

2. Der Pastendruck befindet sich auf dem Lotstopplack. (Falscher Druck oder Schablone
zu groB. Gute Ergebnisse liefert ein um ca. 10 % bis 15 % reduzierter Pastendruck)

3. Die verwendete Lotpaste ist zu alt oder von schlechter oder nicht angepasster Qualitat.
Die Schablone oder das Sieb sind auf der Unterseite nicht sauber, so dass Pastenreste
auf die Baugruppenoberflache gelangen.

4. Durch eine schlechte Benetzbarkeit von Pad oder Bauelement erfolgt keine vollstandige
Benetzung. Ein Teil der Paste bleibt in Form von Kugeln auf der Baugruppe zurtick.

5. Der Einpressdruck der Bauelemente in die Paste ist zu hoch.
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Lotfehler beim Reflowloten
Lotperien
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Lotfehler beim Reflowldten
“Wicking-Effekt”

solder wicks
up the lead

remaining component
solder —
land board

Unter dem Wicking-Effekt versteht man:
Das Aufsteigen des geschmolzenen Lotes an den Bauelementbeinchen.
Es erfolgt keine Lotverbindung mit dem darunter liegenden Anschlusspad.

Ursache

Der Wicking-Effekt entsteht durch einen gréBeren Temperaturunterschied zwischen der
Kupferflache auf der Leiterplatte und dem Bereich der Anschlussmetallisierung des
Bauelements wahrend des Aufschmelzens der Lotpaste.

Vermeidung des Effekts

Anpresskraft beim Bestlicken der Bauelemente anpassen
Bessere Planaritat der Bauelemente heiBt: alle Pins befinden sich gleichméBig tief in der Lotpaste
Temperaturprofil beim Loten
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Der Lotfehler Lunkerbildung “Voids”

Was sind Lunker / Voids?

« Kristalline Einschliisse von Flussmittel
 Gasblasen durch Ausgasungsprozesse von Ldsemitteln aus der Lotpaste
 Ausgasungsbestandteile aus nicht vollstéandig polymerisierten Bestandteilen in
und auf der Leiterplatte (z.B. Létstopplack)
» Eingelagerte Feuchtigkeit aus Baugruppe und Bauelemente-Materialien
 Reaktive Gase, die bei der Beseitigung der Oxydschichten durch Flussmittel entstehen
« Eingeschlossene Luft aus Rakel- und Bestiickprozess (Ausschdpfen von Lotpaste durch
den Rakel bei fehlendem Rakelsupport)

24-6-2015 Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS Source ASSCON



Der Lotfehler “Entnetzung* /Dewetting”

*Entnetzung: Das AbflieBen von Flissigkeiten

Dewetting = Entnetzung von Lot.

Grund ist haufig eine ungentgend gereinigte oder aktivierte Oberflache
Problem mit dem Lot-Pad oder Bauteil

Korrosion und Verunreinigung
Chemische Kontamination

24-6-2015 Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS
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Der Lotfehler “popcorning”
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Der Loétfehler “popcorning”

17
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Der Lotfehler “popcorning”

“Popcorning” entsteht durch Delaminierung des Substrats
*Feuchtigkeit diffundiert durch die GuBmasse und schlagt sich am Chip nieder.

*FUhrt beim Reflowléten zu einem hohen Dampfdruck des eingeschlossenen Wassers

Das gefahrliche am Popcorn-Effekt ist:
Er wird nicht unmittelbar erkannt, da er unterhalb z. B. eines BGAs auftritt.

Dampfphasenloten verringert diese Fehlerwahrscheinlichkeit erheblich

Temperaturen héher als 210°C gelten als zunehmend kritisch.

BGA

b ‘r\s :
B \ \ / I
Popcorning
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PROBLEME BEIM REFLOWLOTEN

“stacked packages”

Lower density I/O BGA ball count (0.65mm pitch Stacked memory die
and more) connects memory die to landing pads on
the top of the bottom package. Memory die typicaly .
require less I/O than logic die / Gold or copper wirebonds

-
High density I/O BGA ball count (0.5mm pitch / ; X 3 o 2
or less) connects ASIC logic die to motherboard Single or multiple ASIC logic die

Laminate substrate (essentially a mini PCB)

24-6-2015 Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS 19



[Bar] Dampfdruck in Plastik BGA's und Laminaten
60 —
50 —

Platinentemperatur (bleifreies Konvektions- Infrarot-Lotprozess) =250 °C

45 —
40 — bleifreie Lote Galden Fliissigkeit Siedepunkt 230°C
35—
30 —

bleifreie Lote eutektisches Lot wie SnAg3,5 (Schmelzpunkt 221°
25—
20 — eutektisches SnPb-Lot Siedepunkt Galden 210°C bei Kondensationsloten
15—
10— Schmelztemperatur eutektisches SnPb-Lot (183 °C)

5 SE—

-+ rrtrr 00

(o]
110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280[ C]
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Reflow-Kondensationsloten?

Kondensations-Loten

Die Verwendung von heiBem Dampf, dessen Warmeenergie mittels eines speziellen
Warmeulbertragungsmediums durch Kondensation auf eine Leiterplatte libertragen wird.
SMD-Bauteile in Lotpaste auf der Leiterplatte werden so durch Aufschmelzen gelétet.

IMDES CREATIVE SOLUTIONS


Vapour phase soldering in progress.mp4
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Geschichte des Reflow-Kondensationslotens

ES BEGANN 1975...

» Patentiert unter Nr.: 3.866.307

Robert Christian Pfahal and Hans Hugo Amman der Western Electric & Bell
Labs

« “Method of Fusing Soldering or Brazing”

IMDES CREATIVE SOLUTIONS



Geschichte des Reflow-Kondensationslotens

PATENTEDFEB 181375 3.866,307
PATENTEDFEB1 81975 3,866,307 SHEET 2 0F 2
SHEET 1 OF 2

24-6-2015 Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS
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Geschichte des Reflow-Kondensationslotens

Der ANFANG
Nachteile:

« Dampftemperatur keine physikalische Konstante mehr und von vielen duBeren
Einfliissen abhangig

« Umwelt unfreundlich

« Zwei Phasen System

« Sehr hohes Oxidationspotential

« Mischung der Energietbertragung zwischen Kondensation und Konvektion

» Hoher Regelaufwand

» Hohe Betriebskosten und sehr wartungsintensiv.

IMDES CREATIVE SOLUTIONS



Gesichte des Reflow-Kondensationslotens

United States Patent 9

(111 Patent Number; 4,721,578

Dishart 451 Date of Patent:  Jan. 26, 1988
[54] PERFLUORINATED POLYPROPYLENE 3,866,307 2/1975 Pfahl, Jr. et al. .ccoevervenennenne 228/34
OXIDE COMPOUNDS FOR VAPOR PHASE S904. 102 971975 -Chtl €8 als. conesssmensssvssmwsmne 228/242
HEAT TRANSFER PROCESSES 4,032,033 6/1977 Chuetal. ....cocevvvererererrennene 228/201
4,549,686 10/1985 Sargent et al. ......c.ecevveererennen 228/37
[75] Inventor: Kenneth T. Dishart, Wilmington, ) )
Del. Primary Examiner—Robert Wax
i Attorney, Agent, or Firm—James E. Shipley
[73] Assignee: E. 1. Du Pont de Nemours and
Company, Wilmington, Del. [57] ABSTRACT
[21] Appl. No.: 915,415 A vapor phase heat transfer process which uses low
. molecular weight fully fluorinated hexafluoropropylene
[22] Filed: Oct. 6, 1986 oxide (HFPO) oligomers having the formula:
[S1] Inmt. CL4 ...ooooiiircicencsenenresesanasenene CO9K 5/04
[52] US. Cl .ot 252/78.1; 568/615;
165/1 ('ZF_';
[58] Field Of SearCh ....................... 252/78- 1; 568/615; F CFCFZO CFZCF}
165/1 n
[56] References Clfod where n is 9 or less, as heat transfer mediums.
U.S. PATENT DOCUMENTS
3,322,826 5/1967 MOOTE ..uceeuevuerirvncaseresernen 260/544 F 12 Claims, No Drawings
24-6-2015 Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS

25



Reflow-Kondensationsloten

Das Warmeiibertragungsmedium

Perfluorpolyeter

* Perfluorpolyeter sind fllissige Polymere,

» AusschlieBlich aus Kohlenstoff (C)-, Fluor (F)- und Sauerstoff (O)-Atomen aufgebaut
* Die im Molekil vorhandenen C- und C-F-Bindungen sind duBerst bestandig
« Sie zahlen zu den stabilsten Bindungen im Reich der Kohlenstoffchemie Gberhaupt

* Die an die zentrale Polymerkette gebundenen Fluoratome schirmen das
Kohlenstoffgrundgertist perfekt ab

 Schitzen empfindliche C-C-Bindungen gegen chemische und thermische Angriffe.

CF3-0-CF-CF2-0-CF-CF2-0-CF-CF2-0—-CF-=CF2-.....ccenu.. -0-CF3
CF3 CF3 CF3 CF3
IMDES CREATIVE SOLUTIONS



Reflow-Kondensationsloten

Das Warmeiibertragungsmedium

Perfluorpolyeter

Vorteile und Eigenschaften von Galden®

Hohe Temperaturbestandigkeit

Exzellente Materialvertraglichkeit

Hohe Bestandigkeit gegen reaktive Chemikalien
Gute dielektrische Eigenschaften

Niedrigen Dampfdruck

Kein Flammpunkt

Hohe Dampfdichte

Exzellenter Warmeubertragungskoeffizient
Niedrige Oberflachenspannung, gute Benetzungseigenschaften
Kein Gefahrstoff im Sinne des Arbeitsschutzes
Keinerlei chemische Aktivitat

Kein Ozonschadigungspotential
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Reflow-Kondensationsloten

Das Warmeiibertragungsmedium
Perfluorpolyeter

Weitere Einsatzfalle dieses Mediums sind:

e Schmiermittel fir Vakuum und Hochtemperaturanwendungen
e \ersiegelungen im Gebaudeschutz

e Trennmittel

o Testfllssigkeit bei Burn-in-Tests

e Grundsubstanz fur Salben und Kosmetikas

e Kihlmittel fir Hochleistungsrechner

o Blutersatzstoff bei Operationen

IMDES CREATIVE SOLUTIONS



[° C]

260—

240—

Lotprofil bleifreies Kondensationsléten

Reflowen

Siedepunkt Galden

230
220—

200—
180—
160—

140—

Vorheizung

150

120—
100—
80 —
60 —
40 —

20 —

360

[Sec]



Kondensationsloten — das Verfahren

KUhI‘ng - - . . e e
»

iihlung Kiihlung|
8| W R ReTm———

= Prozessfllssigkeit wird bis zu
ihrem Siedepunkt aufgeheizt
(z.B. 230C fiir bleifreie
Anwendungen)

» Siedepunkt ist zugleich die
Prozesstemperatur

24-6-2015

= Energiezufuhr erzeugt Dampf
= Dampfzone baut sich auf

= Dampftemperatur entspricht
Siedetemperatur der
Prozessflissigkeit

= Ldtprozess kann beginnen

Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS

iihlung  Kiihlung|
«“ Pp

Kiihlung
0@

Baugruppe fahrt in die
Dampfzone

Dampf kondensiert auf der
Baugruppe und bildet einen
geschlossenen Flissigkeitsfilm
um die gesamte Baugruppe
Dampfzone stabilisiert sich auf
Hbéhe der Baugruppe
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Kondensationsloten — das Verfahren

Kiihlyng
B

Kiihlung Kihlyng|
e B

Flussigkeitsfilm schlieBt
Oxidation vollstandig aus

Uber den Flussigkeitsfilm wird
die Energie auf die Baugruppe
ubertragen

die Energielibertragung wird
Uber die Dampferzeugung und
damit Uber die Kondensation
geregelt

24-6-2015

» mit dieser regelbaren Energie-
Ubertragung / Kondensation wird das
eingestellte Lotprofil erreicht

= Baugruppe erwarmt sich bis zur
Dampftemperatur

» Kondensation stoppt automatisch und
Dampfzone steigt wieder an

Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS

Kjihlung
o4

ihlung jihlung
‘. M R e .a

Létvorgang ist beendet

Baugruppe fahrt aus der Dampfzone
heraus

Prozessfllissigkeit dampft sofort
vollsténdig ab

trockene Baugruppe fahrt in Kiihlzone
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Kondensat

OZFrei

24-6-2015

Kondensations-Molekiile

Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS
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Kondensat /Dampf

100 Watt
Kondensationsenergi

Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS
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Reflow-Kondensationsloten

Fliissigkeitsfilm um die gesamte Baugruppe und Bauteile

IR- Konvektions(reflow)loten

Infrarot Konvektion ist abhanig von der Leitfaigkeit des Bauteils

ETTAN

24-6-2015 Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS
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Kondensationsloten — das “Heat Level” Verfahren

"Heat Level Adjustment Methode" Schritt 0

Prozessraum

VI

Heizung Elemente

AUS

= Baugruppe fahrt nach unten
in den Prozessraum

24-6-2015

"Heat Level Adjustment Methode" Schritt 1

Prozessraum

Ko (@ TTTY .

Heizung Elemente

» Prozessflussigkeit wird bis zu
ihrem Siedepunkt aufgeheizt
(z.B. 230C fir bleifreie
Anwendungen)

= Siedepunkt ist zugleich die
Prozesstemperatur

Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS

Kiihlung
AUS

"Heat Level Adjustment Method" Schritt 2
Prozessraum

[)

oM
oM
oM
o
o
[J

Energiezufuhr erzeugt Dampf
Dampfzone baut sich auf

Dampftemperatur entspricht
Siedetemperatur der
Prozessflissigkeit

Lotprozess kann beginnen
Dampf kondensiert auf der
Baugruppe und bildet einen
geschlossenen Flussigkeitsfilm
um die gesamte Baugruppe
Dampfzone stabilisiert sich auf
Hb6he der Baugruppe

35



Kondensationsloten — Das “"Heat Level” Verfahren

"Heat Level Adjustment Method" Schritt 3

Prozessraum

Sartutet
Kiihlung (@ 00000

AUS

= Baugruppe erwarmt sich bis zur
Dampftemperatur

= Kondensation stoppt
automatisch und Dampfzone
steigt wieder an

24-6-2015

"Heat Level Adjustment Method" Schritt 4

Prozessraum

Kiihlung (@ [@] 22
EIN 00000 Kuléllt:‘lng. !!!!! [ ]

HEIZUNG
AUS

» | 6tvorgang ist beendet
= Baugruppe fahrt aus der Dampfzone heraus
» Prozessflissigkeit dampft sofort vollstandig ab

Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS

"Heat Level Adjustment Method" Schritt 5

Prozessraum

Tt

HEIZUNG
AUS

= trockene Baugruppe fahrt nach oben

36



Reflow-Kondensationslotanlage fiir Prototypen & kleine Serien

24-6-2015 Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS
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ASSCON VP800

ASSCON

vvvvvvvvvvvvv
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Reflow-Kondenastionslotanlagen fur die Serienfertigung

Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS
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VP1000 -INLINE

V100088

Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS
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ASSCON Inlinemodul für VP1000_VP6000 _ Deutsch.mp4
ASSCON Inlinemodul für VP1000_VP6000 _ Deutsch.mp4
ASSCON Inlinemodul für VP1000_VP6000 _ Deutsch.mp4

Vorteile des Reflow-Kondensationslotens

Die Maximaltemperatur der BG ist gleich der Dampftemperatur. Uberhitzungen sind ausgeschlossen.
Flr bleifreies Loten gentigen schon 230° Endtemperatur.

Vollkommen sauerstofffreie Lotung ohne Verwendung von zusatzlichen Schutzgasen; dadurch beste
Benetzungseigenschaften

AuBerst homogene Energieverteilung auf der Baugruppe durch den sich bei der Kondensation
bildenden Flissigkeitsfilm.

At bei Prozessende selbst bei extrem schweren Backplanes mit 64 Layern kleiner 2°C.
Verdeckte Lotstellen werden sicher erwarmt
Dreidimensionale Produkte (MID) sind problemlos zu verarbeiten

Kurze Prozesszeiten, da durch die homogene Durchwarmung ein konstanter Gradient ohne zusatzliche
Haltezeiten gewahlt werden kann.

Geringstes Schadigungspotential aller Lotausflinrungen bedingt durch niedrige Prozesstemperaturen,
kurze Lotzeiten und vollkommenen Sauerstoffabschluss

Aufheizvorgang der Baugruppe vollig unabhangig von Form und Farbe des Lotgutes

Niedrigster Energiebedarf durch hohen Wirkungsgrad der Energietibertragung mit Dampf.

IMDES CREATIVE SOLUTIONS



Vorteile des Reflow-Kondensationslotens

= Dampf ist in direkter Verbindung mit der Prozessfliissigkeit

= Dampftemperatur ist gleich Siedetemperatur (der verdampften Prozessfliissigkeit)

= Keinerlei Oxidation beim Loten (kein Schutzgas erforderlich)
= Einfacher und stabiler Prozess
= Prozessgrenzen sind rein durch physikalische Gesetze definiert

= Einfache und beherrschbare Anlagentechnik

24-6-2015 Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS 43



Vorteile des Reflow-Kondensationslotens

Niedrige KOSTEN:

Geringer Stromverbrauch (ca. 20 % direkte Energieeinsparung)
Kein Stickstoff aufgrund des Inert-Prozesses

Keine Druckluft erforderlich

Schneller Entwurf neuer Lotprofile

Emission:
Neutrales Warme-Ubertragungsmedium

Geschlossener Prozess
Inerte Umgebung verhindert Bildung gefahrlicher Stoffe

24-6-2015 Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS
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Vorteile des Reflow-Kondensationslotens

Warmeibertragungskoeffizienten bei verschiedenen Warmeiibertragungsformen

Warmeulbertragungskoeffizient [ W/(m2. K) ] 7= f}

Naturliche Wasserkonvektion 100 bis 1000
Gas 3 bis 30

Infrarot-Loten
Warmestrahlung 50 bis 100

Léten mit Zwangskonvektion

Luft 40 bis 120
Stickstoff 30 bis 110

Dampfphasen-Loten

Kondensierender Dampf eines

GALDEN Flussigpolymeres 500 bis 700
g: Q: Ubertragene Warmemenge W/m?
H=heat transfer coefficient, W/(m?2eK) h— !
AT: difference in temperature between the solid surface and surrounding fluid area, K. AT

24-6-2015 Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS 45



Reflow-Kondensationsloten im Vakuum
Lunkerbildung “Voids”

* Die IMDES Versuchsleiterplatte mit
aktuellen Leistungskomponenten wie
Hochleistungs -LEDS und MOSFETS.

e Schablone : 150 Mikron.

* Lotpasten: SAC 305

+ Bauteile:

 1-5W LED

* 2-MOSFET

+ 3-MOSFET

* 4-10W high power LED

24-6-2015 Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS 46
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Reflow-Kondensationsloten im Vakuum
Lunkerbildung “Voids ™

Ergebnis mit und ohne Vakuum

5W LED

Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS

Source ASSCON
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Reflow-Kondensationsloten im Vakuum

Lunkerbildung “Voids"

Ergebnis mit und ohne Vakuum

10 W LED

Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS

Source ASSCON
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Reflow-Kondensationsloten im Vakuum

Lunkerbildung “Voids"

Ergebnis mit und ohne Vakuum

Kleiner Mosfet

Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS

Source ASSCON
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Reflow-Kondensationsloten im Vakuum

Lunkerbildung “Voids"

Ergebnis mit und ohne Vakuum

GrolRer Mosfet

Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS

Source ASSCON
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Anwendungen des Reflow-Kondensationslétens

Typische Anwendungen:

* Laboreinsatz zur Qualifikation und zum Test von Lotprozessen
» Sicheres SMT-Loten von Einzelbaugruppen
» Qualitatskontrolle von Lotpasten und Leiterplatten

« Baugruppenreparatur, Entloten und Wiedereinloten von Bauelementen

IMDES CREATIVE SOLUTIONS
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Anwendungen des Reflow-Kondensationsltens

Entloten von komplexen Bauelementen

Schonend und sicher Bauelemente ausloten

Vielpolige SMD-Bauelemente,
BGA’s,

Steckerleisten

mechanische Elemente
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Source ASSCON

52


ASSCON Desoldering System - English.mp4
ASSCON Desoldering System - English.mp4
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Anwendungen des Reflow-Kondensationslétens,
Entléten von komplexen Bauelementen
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Anwendungen des Reflow-Kondensationsloten,
Entléten von komplexen Bauelementen

Entl6ten groller Chips
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Anwendungen des Reflow-Kondensationslétens,
Entloten von komplexen Bauelementen

Entlotsystem fur Dampfphasen-Lotanlagen

3 Baugrupe wahrend des Aufschmelzens

Oberkante Dampf

\ 4

Aufnahmewanne
Fixierungsstift
Scharnier

Feder

Wippe
Aufnahmeplatte
Baugruppe
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Entlotsystem fur Dampfphasen-Lotanlagen

B lemen
Abheben des Bauelementes Oberkante Dampf

3
5
2 i \ 4

1 ] { —‘_!—'_:/7
i [— =L B nbrere, me—ni S -

Aufnahmewanne
Fixierungsstift
Scharnier

Feder

Wippe
Aufnahmeplatte

Baugruppe
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FAZIT

Reflow-Kondensationsloten hat groBe Vorteile gegenliber
herkdmmlichen Reflow-Lotprozessen.

Umweltfreundlich

Bessere Lotstellen

Hochste Qualitat der Lotstellen

Inerte Atmosphare (Sauerstoff-frei)

Niedrig moglichste Temperatur

Keine Heizung Uber den Komponenten
Niedrige Kosten

Einsetzbar fir Labor und Serienfertigung
Einfacher zu handhaben als ein IR-Reflow-Ofen
Einfache Eigenbau Mdoglichkeiten

4

Einsetzbar fiir Studenten, Bastler, Maker und Funkamateure
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EE400D Vapor Phase Soldering.mp4
EE400D Vapor Phase Soldering.mp4
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EINFACHER EIGENBAU

Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS

58



24-6-2015

EINFACHER EIGENBAU

Heizelement mit ca. 1000 W bei 230V, hergestellt
aus einem Wasserkocher
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EINFACHER EIGENBAU

g
vk

7

3 Liter Laborglas aus PYREX
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EINFACER EIGENBAU

.

\
@

7T TN LA )

»
.
"._z.— . -
2% .

"

Beginn des Kochprozesses mit GALDEN
Kondensat an der Wandung des PYREX Glases

Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS
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EINFACHER EIGENBAU

GALDEN kocht
Dampf steigt auf / Kondensat an der Wand des Glases
Dampfhohe abhangig von zugefliihrter Energie
Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS
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IMDES MICRO CONDENS-IT
Ver 2.0

Copyright IMDES CREATIVE SOLUTIONS

63



24-6-2015

IMDES MICRO CONDENS-IT
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IMDES MINI CONDENS-IT
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IMDES MINI CONDENS-IT
Verl.0
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IMDES MINI CONDENS-IT
Ver 1.0
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IMDES MINI CONDENS-IT
VER 2.0

Copyright DK4DDS
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IMDES 1000 Watt Heizungelement fiir Condens-IT
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IMDES MIDI CONDENS-IT
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IMDES MIDI CONDENS-IT
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KOMPLEXER EIGENBAU
TOOLS

Entlotwerkzeug
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KOMPLEXE EIGENBAU
TOOLS

Entlotwerkzeug
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Fragen ?
Questions?
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